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仪器仪表印制电路板老化工艺规范

范围

本标准规定了仪器仪表印制电路板（以下简称印制电路板）老化筛选的基本内容和要求。

本标准适用于仪器仪表行业各类印制电路板的老化筛选。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2421.1—2008 电工电子产品环境试验　概述和指南
GB/T 2424.1—2015  环境试验 第3部分：支持文件及导则 低温和高温试验 

GB/T 2424.5—2006 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认

GB/T 2424.7—2006 电工电子产品环境试验 试验A和B(带负载)用温度试验箱的测量 

术语和定义

仪器仪表印制电路板 the printed PCB of instrument
仪器仪表中已经安装有元器件或组件，能够完成一定功能的印制电路板。

目的

对印制电路板老化的目的是，通过印制电路板在一个具有温度变化的热老化设备内，经受空气温度的变化，通过高温、低温、高低温变化以及电功率等综合作用，暴露印制电路板的缺陷，如焊接不良、元器件参数不匹配、温漂以及调试过程中造成的故障，以便予以剔除，对无缺陷的印制电路板起到稳定参数的作用。

老化环境条件

老化工艺应在下列环境条件下进行：

温度：15℃~35℃；

相对湿度：45%~75%；

大气压力：86kPa ~106kPa。

老化前要求

外观检测

所有要老化的印制电路板需先进行目测，对于有明显缺陷的印制电路板，如有断路、短路、元器件安装错误、缺件等缺陷的印制电路板应予以剔除。

电参数检测

所有要老化的印制电路板还需进行电参数检测，对参数不符合要求的印制电路板应予以剔除。

印制电路板的包装

对于贮存和运输实验，设备可以带包装进行实验，然而，由于本标准规定的是对印制电路板的老化试验，需要对印制电路板进行高温、低温老化测试，所以，应去掉包装进行试验，除非相关规范要求带包装，或者发热元件是与包装合为一体的。

老化设备

热老化设备

热老化设备包括高低温老化房、温度试验箱、温度功能一体化老化柜 。高低温老化房适用于大批量产品生产，温度试验箱用于样品及小批量产品生产；温度功能一体化老化柜是针对特定产品定制的老化设备。热老化设备应有良好的接地。
热老化设备的制造和确认按照GB/T2424.5—2006和GB/T2424.7—2006的规定进行。

高温和低温试验导则按GB/T2424.1—2015，总则按GB/T2421.1—2008。

热老化设备内工作空间的任何点应满足以下要求：

能保持热老化所要求的低温；

能保持热老化所要求的高温；

由低温到高温或由高温到低温的变化过程，能按热老化所要求的温度变化速率进行。
老化支架

印制电路板应以正常使用位置安装在支架上。

印制电路板的支架应是绝缘的，以确保印制电路板与支架之间不漏电。

印制电路板的支架应具有防静电功能，以确保印制电路板上的元器件不被击穿。
电功率老化设备

电功率老化设备应保证提供老化印制电路板所需要的电压和电流，并能提供印制电路板所需要的输入信号，并可随时检测每块印制电路板。

电功率老化设备应保证在老化过程中不因老化设备的缘故而中途停机。

老化

热老化条件
老化温度应分为低温-20℃、常温15℃~35℃、高温60℃和循环老化三种方式，可自行选定。

采用温度循环老化方式进行测量时，温度变化速率（由低温到高温或由高温到低温的变化过程中的平均值）1±0.5℃/min。

热老化测试时，常温测试时间为24h~72h；高温测试时间24h；循环测试的时间是从低温升高到高温再降低到低温的时间。
热老化设备内部要求温度分布均匀，测试点温度差在±2℃之内；控制精度在±1℃之内，系统的稳定性和动态响应性满足使用的要求。

常温老化方法

将处于环境温度下的印制电路板接入电功率老化设备；接通电源及输入信号，使得印制电路板处于运行状态，在15℃~35℃常温环境下保持24h~72h。

低温老化方法

将处于环境温度下的印制电路板放入低温老化设备内，接入电功率老化设备；接通电源及输入信号，使得印制电路板处于运行状态，在低温-20℃环境下保持24h。

高温老化方法

将处于环境温度下的印制电路板放入高温老化设备内；接入电功率老化设备；接通电源及输入信号，使得印制电路板处于运行状态，在高温60℃环境下保持24h。

循环老化方法

将处于环境温度下的印制电路板放入循环老化设备内；印制电路板处于运行状态；然后设备内温度应该以规定的速率降低到规定的低温值；当设备内温度达到稳定后保持低温2h；然后设备内温度再以规定的速率升高到规定的高温值；当设备内温度达到稳定后保持高温2h；然后设备内温度又应该以规定的速率降低到室温；上述程序构成一个循环（见图1）。重复上述循环，直到规定的老化时间，并且按规定的老化时间对印制电路板的电参数进行一次测量和记录。印制电路板应在设备内温度达到室温，且稳定后才能取出箱外。
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恢复

印制电路板取出后，应在第5章中规定的条件下放置并使之达到温度稳定，恢复时间最少为1h。

最后检测

老化后外观检测，对外观进行再次检查，目测，对有分层、起泡等缺陷应予以剔除。

在第5章中规定的条件下对印制电路板进行电参数检测，不符合要求的予以剔除。

标识

老化测试合格的产品，应在产品上设置合格标识并记录在附录A中；老化测试不合格的产品，应在产品上设置不合格标识并记录在附录A中。


（资料性附录）
产品老化测试记录表

产品老化测试记录表

产品老化测试记录表见表A.1.

产品老化测试记录表

	产品型号：
	批号：
	数量：
	电源输出电压：
	标准温度：

	序号
	开始日期
	编号
	开始时间
	检测时间
	检测温度
	功率检测
	增益检测
	结束日期/时间
	测试结果
	记录人
	备注
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